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高純度シリカ微粒子「ハイプレシカ®」固着タイプのラインナップ拡充について 

宇部エクシモ株式会社（社長：髙橋俊充）は、高純度シリカ微粒子（製品名：「ハイプレシ

カ®」）の固着タイプ（開発品）について、従来品よりも軟らかいタイプを新たにラインナッ

プに追加、また対応粒径範囲も 10μm（1μm＝1,000 分の１mm） から 70μm にまで拡大した。 

「ハイプレシカ」は、ゾル－ゲル法を用いた独自の製法により、0.1μm単位で粒径が制御

された真球状シリカ微粒子で、粒度分布が非常にシャープで、かつ高純度であることから、

主に液晶ディスプレイパネル（ＬＣＤ）などで、２枚のガラス基板またはフィルム基板間の

ギャップを正確に保持するスペーサーとして用いられている。 

ＬＣＤでは、製造過程等でギャップスペーサー粒子が動いてしまうことで均一なギャップ

を保持できなくなってしまう場合がある。この問題に対し宇部エクシモでは、コアとなる「ハ

イプレシカ」に熱可塑性樹脂を被覆し、使用時に樹脂部分を加熱溶融して基板に固着させる

ことが可能な「固着タイプ」を提案しており、すでに複数の顧客でスペーサー粒子の移動防

止に効果があることが確認されている。 

これまで固着タイプのコア粒子として使用できる「ハイプレシカ」は、圧縮弾性率が高く

硬いタイプのみであったが、今般、圧縮弾性率が低く、樹脂製粒子相当の軟らかさを有する

タイプに対しても、粒子表面の改質により熱可塑性樹脂を被覆することが可能となった。こ

れにより、特にフィルム基板に対しては、粒子による基板の傷つきを低減する効果が期待で

きる。 

また、従来は対応できる最大コア粒子径は 10μm までが限界であったが、条件を最適化す

ることで、最大 70μmまで製造可能となり、対応可能なギャップ幅も大きく拡大した。 

宇部エクシモでは、固着タイプのラインナップ拡充により、ＬＣＤ向けへの採用拡大の他、

新たな用途への探索を進めていく。 

ハイプレシカ固着タイプの SEM 写真  固着タイプ 120℃30 分加熱後の SEM 写真 

※本品は接着・接合 EXPO（会期：2019 年 12 月 4 日～6 日、会場：幕張メッセ）に出展します。
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